STDK

Keramik-Vielschicht-Chip-Kondensatoren
Soft Termination MLCCs mit hoher Biegebruchfestigkeit

¢ Biegebruchfest bis zu einer Durchbiegung der Leiterplatte von 5 mm
¢ 2 5-fach hdhere Biegefestigkeit als bei Standardtypen

24. April 2014

Die TDK Corporation prasentiert eine neue Serie von Soft Termination MLCCs, deren
bruchfestes Design Risse verhindert, wie sie etwa bei der Durchbiegung von Leiterplatten
auftreten konnen. Diese neue MLCC-Serie in Soft-Termination-Technologie, die sich bereits
in der TDK CGA-Serie fur die Automobil-Elektronik bestens bewéahrt hat, ist nun auch fir
allgemeine Anwendungen verflgbar. Die Kondensatoren sind in den Baugré3en EIA 0402
(1,0 x 0,5 mm?) bis EIA 3025 (7,5 x 6,3 mm?) mit einem sehr breiten Kapazitatsspektrum
erhaltlich. Letzteres entspricht dem von bestehenden TDK MLCCs fiir allgemeine
Anwendungen. Die Serienfertigung beginnt im Juli 2014.

Leiterplatten sind wahrend der Verarbeitung einer Reihe von Stressfaktoren durch Biegung
ausgesetzt. Dazu zahlt das Vereinzeln, die Bestlickung mit Sockeln und bedrahteten
Bauelementen sowie die Endmontage. All diese Prozessschritte erfolgen nach Bestiickung
der Leiterplatten mit MLCCs. In der Folge kann der dabei auftretende mechanische Stress zu
Biegebriichen der Kondensatoren fuhren. Zu einer effektiven Absorption dieser Krafte hat
TDK die Soft-Termination-Serie entwickelt. Die Bauelemente haben elastische Elektroden
aus leitfahigem Kunstharz und eine spezielle Formgebung der Elektroden. Durch diese Soft
Termination kénnen die Kondensatoren eine Durchbiegung der Leiterplatte von 5 mm auf
eine Lange von 90 mm ohne Bruchgefahr Giberstehen. Die Biegefestigkeit ist hierbei um den
Faktor 2,5 gegenlber Standardtypen erhoht.

Die Soft-Termination-Serie erweitert das TDK Portfolio an MLCCs mit hoch zuverlassigen
Lotverbindungen. Gemeinsam mit der MEGACAP Type Serie mit Anschlussklammern bietet
TDK nun ein breites Spektrum an MLCCs, die fur raue Einsatzbedingungen geeignet sind.

Glossar

e Biegebruch: Nachdem die MLCCs bestiickt wurden, kommt es bei den weiteren
Verarbeitungsschritten der Leiterplatte wie Vereinzeln, Bestlickung mit Sockeln und bedrahteten
Bauelementen sowie der Endmontage zu Durchbiegungen der Leiterplatte. Dadurch kénnen Briiche
der MLCCs auftreten.

Hauptanwendungsgebiete

e Elektronische Baugruppen, deren Leiterplatten nach der Bestiickung mit MLCCs weiteren
Verarbeitungsschritten unterliegen. Dazu zéhlen etwa Leiterplatten fir Smartphones, PCs,
Fernsehgerate, Stromversorgungen, Spielekonsolen, Multimedia-Applikationen fur Fahrzeuge und
Basisstationen.
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Haupteigenschaften und -vorteile

e Vermeidung von Biegebriichen wie sie auf Leiterplatten unter mechanischem Stress entstehen

¢ Biegebruchfestigkeit bis zu einer Durchbiegung der Leiterplatte von 5mm auf eine L&nge von
90 mm

e 2 ,5-fach hthere Biegefestigkeit als bei Standardtypen

Kenndaten

Soft-Termination-Typ | Abmessungen [mm?] Nennspannung [V]
C1005 1,0 x 0,5 (EIA 0402) 4 bis 100

C1608 1,6 x 0,8 (EIA 0603) 4 bis 100

C2012 2,0 x 1,25 (EIA 0805) 6,3 bis 450

C3216 3,2 x 1,6 (EIA 1206) 6,3 bis 2000

C3225 3,2x 2,5 (EIA 1210) 6,3 bis 2000

C4532 4,5x 3,2 (EIA 1812) 6,3 bis 2000

C5750 5,7 x 5,0 (EIA 2220) 6,3 bis 2000

C7563 7,5 x 6,3 (EIA 3025) 16 bis 50

Verfligbar in einem sehr breiten Kapazitatsspektrum, das dem anderer TDK MLCCs
fur allgemeine Anwendungen entspricht.

Uber die TDK Corporation

Die TDK Corporation ist ein fuhrendes Elektronikunternehmen mit Sitz in Tokio, Japan. Es wurde 1935
gegrindet, um Ferrite zu vermarkten, die fur die Herstellung von elektronischen und magnetischen
Produkten Schliisselmaterialien sind. Das TDK Portfolio umfasst sowohl elektronische Bauelemente,
Module und Systeme?*, die unter den Produktmarken TDK und EPCOS vertrieben werden, als auch
Stromversorgungen und Produkte fiir magnetische Anwendungen sowie Komponenten zur Speiche-
rung elektrischer Energie, digitale Speichermedien und sonstige Produkte. TDK konzentriert sich auf
anspruchsvolle Markte insbesondere im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik sowie
der Konsum-, Automobil- und Industrie-Elektronik. Das Unternehmen verfiigt tiber Entwicklungs- und
Fertigungsstandorte sowie Vertriebsniederlassungen in Asien, Europa, Nord- und Stidamerika. Im
Geschaftsjahr 2013 erzielte TDK einen Umsatz von 9,1 Milliarden USD und beschaftigte rund 80.000
Mitarbeiter weltweit.

* Zum Produktspektrum gehdren Keramik-, Aluminium-Elektrolyt- und Folien-Kondensatoren, Ferrite und

Induktivitaten, Hochfrequenz-Bauelemente wie Surface Acoustic Wave (SAW) Filterprodukte und Module, Piezo-
und Schutzbauelemente sowie Sensoren.

Den Text dieser Meldung sowie Bilder dazu kdnnen Sie unter
www.tdK.co.jp/tdaah01/201404241181.htm herunterladen.
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